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真空パッド用インサート
SPI-PEEK
ディスプレイガラスや電子・半導体製品への吸着跡を軽減するオプションパーツ

デザインデータ SPI-PEEK

主な特長 利点

• PEEK製のパッド用インサート > マークの原因となるパッド成分の 
転写や吸着時の摩擦を防止し、吸着
跡を軽減

• 面による吸着で、ワークとの接触面
が常に一定

> ワーク表面にかかる力を均一化して
軽減し、ワークの変形や破損を抑制

• インサート表面の溝加工 > 速やかにエアが広がり、真空破壊時
のワークの離脱性が向上

• 特別な工具を使わずに真空パッド
内に取付け可能

> 素早く容易に取付けや交換が可能

GLASS SOLAR BATTERYELECTRONICS

アプリケーション: PEEK製の真空パッド用インサート。1.5 /2.5段ベローズパッド (FSGA / 
FSGシリーズ) に取り付ける事によって、吸着跡や吸着時のワークの変形を抑制します。 
特にディスプレイガラスや電子・半導体製品の生産工程に適しています。

真空パッド用インサート SPI-PEEK

テクニカルデータ ・ 発注データ SPI-PEEK

タイプ(1) テクニカルデータ 発注データ
材質 / 色 真空破壊圧（最大） 対応パッドタイプ 対応パッドタイプ 製品コード

[MPa] FSGA / FGA(2) (1.5 段) FSG / FG(2) (2.5 段)
SPI-6-PEEK PEEK 0.15 FSGA / FGA-6 FSG / FG-5 10.01.06.03279
SPI-9-PEEK PEEK 0.15 - FSG / FG-9 10.01.06.03280
SPI-11-PEEK PEEK 0.15 FSGA / FGA-11 - 10.01.06.03281
SPI-14-PEEK PEEK 0.15 FSGA / FGA-14 FSG / FG-12、FSG / FG-14 10.01.06.03282
SPI-17-PEEK PEEK 0.15 FSGA / FGA-16 FSG / FG-18 10.01.06.03283
SPI-18-PEEK PEEK 0.15 FSGA / FGA-20 - 10.01.06.03284
SPI-21-PEEK PEEK 0.15 FSGA / FGA-22 FSG / FG-20 10.01.06.03285
SPI-25-PEEK PEEK 0.15 FSGA / FGA-25 FSG / FG-25 10.01.06.03286
SPI-32-PEEK PEEK 0.15 FSGA / FGA-33 FSG / FG-32 10.01.06.03287

(1)  2 l/min以上の吸込量を推奨します。必要となる吸込量を決定するには、実際のワークと真空パッドを使用したテストが必要です。 
垂直方向で使用する場合、水平方向の力がより小さくなります。真空パッド用インサートSPI-PEEKを使用する前に、実際の真空パッドを用いたテストを 
推奨します。

(2)真空パッドの詳細については、本カタログの76ページ（FSGA / FGA）と90ページ（FSG / FG）をご参照ください。全てのパッド材質に使用する事が可能です。

SPI-PEEK スマートフォンのディスプレイガラスの搬送に使用されるSPI-PEEK

タイプ 寸法 [mm]
Ds H

SPI-6-PEEK 5.2 3.3
SPI-9-PEEK 7.4 3.5
SPI-11-PEEK 8.8 5.1
SPI-14-PEEK 11.8 6.3
SPI-17-PEEK 14.8 6.7
SPI-18-PEEK 16.0 5.3
SPI-21-PEEK 19.0 6.3
SPI-25-PEEK 22.6 10.1
SPI-32-PEEK 29.0 10.3


